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La presente invencidn se refiere a disposi~

ciones para la fusibn bajo electroescoria de lingotes
huecos que son piezas elementales para le produccidn
de articulos, tales como cubas de alta presibén y en-
volventes de reactores, _

Se conoce en ls técnica una disposicidn para
fundir lingotes huecos por el procedimiento de electro-
egscoria, gue comprende un molde enfriado cuyo espacio
se cilerra por abajo con una placa de base al comienzo
del proceso. En tales disposiciones se refunden elec~-
trodog consumibles en un espacio anular del molde en-
friado. Los electrodos consumibles en forma de barras
se disponen en torno a la circunferencia en la holgura
anular del molde enfriado o se utiliza un solo elsctro-
do consumible que tenga forma de tubo que se iatroduce
en la holgura anterior (véase un libro de Ju.V. Latash,
B,I.Medovar "Refusién bajo electroescoria®, URSS, Edi-
torial "Hetallurgia®, 1970, pdginas 207-208)., En este
caso, el grosor de pared del tubo que se estd refun-
diendo o el didmetro de barra serd menor gue el grosor
de pared del lingote que se estd fundiendo,

~ La produccidn de tales electrodos consumibles
plantee un problema y requiere que la laminacidén o for-
Ja preliminar vaya seguida por el moniaje y soldadura

subsiguientes.
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Debido al bajo factor de llenado con gque el

espacio del molde enfriado estd lleno con el metal
fundido, los electrodos consumibles serdn 3 a 4 veces
nmés altos que el lingote que se estd fundiendo, aumen~
tdndose también con ello la altura total de la insbtala~
¢idn de refusidn bajo electroescoria.

Ademds, a causae de las pequefias holguras en=
tre los electrodos consumibles y las paredes del mol-
de enfriado, el proceso de refusibn es mucho mds complicado,
ya que la posicidn del electrodo tiene que reajustarse
durante ¢l proceso de fusidn.

Un objeto de la presente invencidn es supe~
rar las anteriores dificultades.

El objeto principal de la invencidn es propor-
cionar una disposicidn para la fusidn bajo electroesco-
ria de lingotes huecos con dicho molde enfriado que per-
mitird el uso para la refusidn bajo electroescoria de
los electrodos cuyo didmetro exceda apreciablemente
del grosor de pared de un lingote hueco que se esté fun-
diendo.

Dicho objeto se logra por la provisién de
una disposicién para la fusidén bajo electroescoria de
lingotes huecos que comprende un molde enfriado con un
espacio para conformar lingotes huecos cerrado por aba-

jo con una placa de base, y equipada con accionamientos
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edaptados para la transferencia vertical de electro-
dos consumibles y el lingote gue se estd fundiendo,
en que, de acuerde con la invencidn, la parte supe-
rior de la pared del molde enfriado estd provista de
al menog un conducto y la miswma cantidad de recipien-
tes para refundir el elecirodo consumible, comunican-
do cada recipiente con el espacio del molde enfriado
a través de uno de dichos conductos,

Debido a la anterior disposicidn, el proce-
g0 de refusidn bajo electroescoria puede realizarse
con log electrddos consumibles excediendo apreciable-
mente en didmetro del grosor de pared del lingote hueco
que se estd fundiendo. |

La presente invencidn se comprenderd mejor
por consideracidén de una descripeidn detallada de una
realizacién ilustrativa, que ha de tomarse en unién
de los dibujos que se acompafian, en los que:

La figura 1 es una vista desde arriba de la
disposicidng

Ia figura 2, una seccién por II~II de la fi-
gura 1. |

Una disposicién para fundir lingotes huecos
comprende tres recipientes de fusién 1 (figuras 1 y 2)
conectados & un molde enfriado 2., La parte superior

del molde enfriado 2 es$d provista de conductos 3 a
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través de los cuales los recipientes de fusidén 1 co-
munican con el espacio del molde enfriado 2,

Al comienzo del proceso de fusidn el espa-
cio del molde enfriado 2 se cierra por abajo con una
placa de hase 4 del tipo de anillo.

Tos recipientes de fusidén 1 y el molde en-
friado 2 estdn fijos y la placa de base 4 estd dotada
con un accionamiento (no mostrado en el dibujo) desti-
nado a transferirls en direccidén vertical,

Para fundir un lingote hueco 5 se utilizan
electrodos consumibles 6 introducidos en los recipien—
tes de fusibn 1 con ayuda de un accionamiento de trans-
ferencia vertical (no mostrado en el dibujo).

E1l procedimiento de fundir un lingote hueco
en la dispesicidn anteriormente descrita se lleva a ca-
ho de la manera siguiente,

Antes de que se inicie el proceso de fusién
ge introduce la placa de base 4 por abajo en el espa~
cio del molde enfriado 2 de modo que el extremo supe-
rior de la placa de base esté Lligeramente mds bajo que
el nivel de los conductos 3, y se mueven los electro-
dos consumibles 6 hacia abajo pars introducirlos en
los recipiente de fusidn 1.

El proceso de fusibn se inicia vertiendo es-

coria fundida 7 en el espacio anular del molde enfria-
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do 2 y los recipientes de fusién 1., Cuando los elec~-
trodos consumibles 6 se funden por completo, el metal
1iquido 8 se acumula en los recipientesde fusidn 1 y
rebosa penetrando en el espacio anular del molde enfria~
do 2. Cuando el nivel del metal liguido § sube en el
molde enfriado 2, se baja la placa de base 4 con el lin-
gote 5, cristalizado sobre ella, a una velocidad que
asegure una diferencia constante en el nivel del metal
liguido 8 en el molde 2 y los recipientes de fusién 1,

Si es necesario, la escoria fundida 7 conte-
nida en el molde enfriadc por agua 2 puede calentarse
con ayuda de électroﬂos no conswmibles (10 mostrados en
el dibujo).

Los ensayos han demostrado que la disposicidn
propussta en esta memoria proporciona la posibilidad
de fundir un lingote de alta calidad 5 y de utilizar
electrodos'consumibles 6 cuyo difdmetro exceda aprecla-
blemente del grosor de pared del lingote que se estd
fundiendo, caracteristica que da por resultado un pro-

cedimiento menos costoso de fundir lingotes huecos,




5 REIVINDICACIONES

10 Los puntos de invencidn propia y nueva
que se presentan para que sean objeto de esta solici-
tud de Patente de Invencidén en Espafia, por VEINTE aiios,
son 1los que se recogen en las reivindicaciones siguien-
tes:

15 18,~ Una disposicién para la fusidn bajo eleg
troescoria de lingotes huecos, que comprende un molw
de enfriado con un espacio para conformar lingotes
huecos cerrado por abajo con una placa de base, y pro=-
vista de accionamientos adaptados para la transferen-

20 cia vertical de electrodos consumibles y el lingote
que se estd fundiendp, caracterizdndose dicha dispom
sicidén porque la parte superior de la pared del mol-
de enfriado estd provista de al menos un conducto y la
misma cantidad de recipientes para refundir los slec-

25 trodos consumibles, comunicando cada recipiente con
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el espacio del molde enfriado a través de uno de
dichos conductos.
22,- UNA DISPOSICION PARA LA FUSION BAJO
ELECTROESCORIA DE LINGOTES HUECOS,
5 Tal y como se ha descrito en la lemoria
’ que antecede, representado en los dibujos que se acom
pafian y para los fines que se han especificado.
Esta Memorie consta de ocho hojas escritas
a miquina por una sola cara.
10 Madrid,
P.A,
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